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拜登时代，中美科技角逐将如何演绎？ 

——《大国博弈》系列第六篇 

     
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核心观点： 

美国对华的科技封锁是长期战略，未来拜登政府将从限制技术交流，延伸至联

合欧盟、日本等外部力量共同制衡中国。中美科技博弈已成常态，未来更重要

的是关注国产替代的机遇期，顺应全球各国加大半导体投资的趋势。 

 

在前期政策和产业基金的大力支持下，国内半导体企业资本开支加速扩张，半

导体领域的国产替代已初见成效。考虑到中美科技“脱钩”后，集成电路领域

扶持政策密集出台、产业基金与民间资本继续推动国内资本开支扩张、后摩尔

时代第三代半导体成为新的突破口，未来国产替代进程有望加快推进。 

美国对华科技攻势再起。5 月以来，中美关系在经贸领域不断释放缓和信号，

但美国政府对华科技攻势却在悄然升级，技术领域的脱钩或将成为常态。拜登

政府近期不仅扩大“实体清单”范围，而且通过贸易手段打压中国供应链，加

强美国本土的供应链再造，并强化欧日等外部联盟，一同制衡中国。对此，中

国政府也毫不退让，6 月 10 日通过《反外国制裁法》，希望诉诸法律，以应对

美国不合理的制裁行为，未来两国在科技领域的摩擦或将成为常态。 

拜登时代，中美科技“脱钩”有何不同？ 

特朗普时期，对华科技打压方式较为直接，由美国政府出台措施，阻碍中美两

国的技术交流。一是，出口管制，禁止向中国出售科技和技术附加值高的软硬

件产品。二是，投资管控，限制中资企业在美国技术领域的投资与收购活动。

三是，采用人才“封锁令“，限制人才交流。 

而拜登政府更加注重精细化管理，不仅延续对华的技术限制和封锁，而且通过

全方位的部署，意图打压中国科技的发展势头。 一是，重视美国科技领域的研

发投入，保障其在全球的领导地位。一方面致力于加强基础研究和技术开发，

例如参议院提出未来五年内，新增紧急拨款 520 亿美元用于芯片和 5G 领域研

发，并计划对半导体投资提供 25%税收抵免。另一方面，推动美国制造业本土

化，保护创新性研究。二是，借助外部力量，组建科技联盟，试图将中国置于

孤立无援的境地。近期美国同日本、欧洲在半导体研发方面均有意加强合作。

三是，多渠道限制中美技术交流，对华技术封锁成为常态。 

中美科技博弈已成常态，关注国产替代机遇期。 

在前期政策和产业基金的大力支持下，半导体领域的国产替代已初见成效。一

是，国内半导体企业资本开支已超过欧日总和。二是，国内半导体产业结构持

续优化，国内芯片制造产能已赶超美国。三是，国内企业陆续介入半导体全产

业链。 

未来半导体国产替代进程有望加快推进。一是，去年 8 月，国务院印发《新时

期促进集成电路产业和软件产业高质量发展若干政策》，进一步在税收优惠、

基础研发、国际合作等领域推动半导体产业链建设。今年以来，政府又陆续通

过降低企业税负等方式，激励半导体企业加大研发支出和技术投入。二是，产

业基金及民间资本持续跟进，近年来国内晶圆制造厂资本支出不断扩张，将推

动上游设备实现自主化。三是，后摩尔时代到来，第三代半导体作为创新材料

有望成为突破口，叠加中国先进封装技术，未来或将带动中国实现弯道超越。 
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一、美国对华科技攻势再起 
 

5 月以来，中美关系在经贸领域不断释放缓和信号，但美国政府对华科技攻势

却在悄然升级，技术领域的脱钩或将成为常态化。拜登政府近期不仅扩大“实

体清单”范围，而且通过贸易手段打压中国供应链，加强美国本土的供应链再

造，并强化外部联盟，意图共同制衡中国。 

 

拜登政府依旧延续特朗普时期的对华企业投资禁令。6 月 3 日，美国总统拜登

以“应对中国军工企业威胁”为由签署行政命令，将包括华为公司、中芯国

际、中国航天科技集团有限公司等 59 家中企列入投资“黑名单”，禁止美国资

本与名单所列公司进行投资交易。此前特朗普时期曾发布 3 批清单，先后设置

44 家企业的投资禁令，拜登政府则将范围扩大到 59 家，并进行剔除和删减。

将“与中国军方关联企业”列入新增范畴，同时解除 18 家公司制裁，如小

米、箩筐科技、曙光、中建、中车、中化等不再视为“涉军企业”。 

 

拜登政府计划借助贸易手段打压中国供应链，同时保障美国高科技领域的优势

地位。6 月 8 日，拜登政府公布一项关于美国对半导体、电动汽车电池等关键

产品获取情况的审查结果。美国政府高级官员表示，由美国贸易代表领导的

“供应链贸易突击工作组”，将审查导致供应链“空心化”的具体违规行为，

这些问题可以通过所谓“贸易救济手段”（包括针对中国的手段）加以解决。此

前，2 月 24 日，拜登曾指定联邦政府部门对全球供应链和美国在关键行业的潜

在弱项进行百日评估，其中包括半导体产业中的制造及先进封装、用于电动汽

车等产品的高容量电池产业、稀土、制药原料等。 

 

无独有偶，同日美国参议院以 68：32 票“压倒性”优势通过《2021 美国创新

和竞争法案》，该法案聚焦于科技领域，兼具系统性和全面性，旨在确保美国

全球科技强国的地位，矛头直指中国。该法案承诺未来 5 年投入约 2500 亿美

元，不仅致力于加强国内半导体研发和供应链建设，同时也防止技术外流以及

对中国高科技产品的依赖，并且试图通过建立外部联盟共同制衡中国。  

 

对此，中国政府也毫不退让，6 月 10 日通过《反外国制裁法》，可见中国针对

美国政府的霸权主义，希望诉诸法律，以应对美国不合理的制裁行为，可见未

来两国在科技领域的摩擦或将成为常态。 
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表 1：拜登政府对华科技政策表态 

时间 对象 主要内容 

2021 年 1 月 21 日 对内 
拜登就职首日表示，“在与其他国家（特别是中国）在新兴产业的投资和技术进步程度的比较中，美国的领先地位黯然失色。

我们的未来取决于我们在能够决定未来经济的领域中与竞争对手保持同步的能力。” 

2021 年 2 月 23 日 对华 美国商务部宣布，将包括奇虎 360、哈尔滨工业大学、云从科技、东方网力等在内的 33 家中国公司及机构列入“实体清单”。 

2021 年 2 月 24 日 对内 

拜登签署行政命令，指定联邦政府部门对全球供应链和美国在关键行业的潜在弱项进行百日评估，其中包括半导体产业中的制

造和先进封装供应链、用于电动汽车等产品的高容量电池产业供应链、包括稀土在内的关键矿物和战略材料供应链，以及与制

药和活性药物成分有关的供应链。 

2021 年 3 月 3 日 对内 

拜登发布《过渡时期国家安全战略指南》。对内科技方面，提及人工智能，量子计算，清洁能源，生物技术，5G 等方面加大资

金投入；放宽 STEM 移民政策，确保吸引最优秀的人才；加强网络安全强度，参与全球网络安全构建，追究恶意破坏网络安全

国家的责任；提出在多个领域中国政府具有不公平优势，尤其在经济，网络安全，非法贸易等方面。 

2021 年 3 月 12 日 科技联盟 

拜登在与日印澳首脑的“四方联盟”峰会提出建立科技合作框架，“四方联盟”提出的技术合作是迈向“科技联盟”的第一

步。美国为此列出了五大重点领域：技术研发和使用原则；技术标准的发展；电子通信技术的部署和供应商多样化；最新科技

趋势；关键科技供应链。 

2021 年 4 月 8 日 对华 
美国商务部公告称，已将包括中国国家超级计算中心在内的 7 家中国实体列入“实体清单”，实施出口管制。理由是从事活动

“违反美国国家安全或外交政策利益”。这是拜登就任美国总统以来以“国家安全”为由首次对中国公司实施制裁。 

2021 年 4 月 12 日 科技联盟 美国白宫召开半导体峰会视频会议，讨论如何解决当下美国芯片短缺问题，拜登强调要像中国一样加大对半导体产业的投入。 

2021 年 5 月 7 日 对内 
美国推出《2021 战略竞争法案》，美国必须领导制定国际标准的机构，制定关键数字技术的治理规范和规则，确保这些标准技

术在“自由、安全、可互操作且稳定”的数字域内运行。这对“中国标准 2035 计划”的实施无疑将构成重大挑战。 

2021 年 5 月 13 日 对华 美国总统拜登正式宣布，延长前总统特朗普签署关于中国芯片限制的行政命令 1 年。 

2021 年 5 月 17 日 对内 
美国参议院通过《无尽前沿法案》，这项议案建议在五年内投入 1200 亿美元，支持关键技术领域的基础与先进研究、商业

化，教育和培训计划，这些领域包括太空商业化、人工智能、半导体、量子计算、先进通信、生物技术和先进能源等。 

2021 年 6 月 3 日 对华 

美国总统拜登以“应对中国军工企业威胁”为由签署行政命令，将包括华为公司、中芯国际、中国航天科技集团有限公司等 59 

家中企列入投资“黑名单”，禁止美国资本与名单所列公司进行投资交易。规定行政令将于未来 60 天（即 8 月 2 日）后正式生

效，美国投资者不得买入，365 天后（到 2022 年 6 月 3 日）不许继续持有。 

资料来源：美国商务部，美国国会，光大证券研究所整理 

 

二、拜登时代，中美科技“脱钩”有何不

同？ 

2.1  特朗普时期，美方对华打压以限制技术交流为主 
 

特朗普对华科技打压方式较为直接，由美国政府出台相关措施，阻碍中美两国

的技术交流，具体包括以下三个方面： 

 

一是，出口管制，禁止向中国出售科技和技术附加值高的软硬件产品。特朗普

时期，华为是美国对华出口管制的主要目标。2018 年，特朗普签署《出口控制

改革法》，通过新增条例不断补充，叠加技术转让的“实体清单”，逐步构建

起针对中国的出口管制体系。 

 

二是，投资管控，限制中资企业在美国技术领域的投资与收购活动。2018 年 8

月，特朗普签署《外国投资风险评估现代化法案》，将管辖权扩展到外国人对

涉及关键基础设施或技术的美国企业的投资。同年，美国《301 调查报告》中

重点关注汽车、航空、电子、通信、能源、医疗生物、工业机械等关键领域。 

 

三是，采用人才“封锁令“，限制人才交流。一方面，限制发放机器人、航空

和高科技制造等领域的留学生签证，取消或重新审查中国学者的长期签证，并

拒绝向部分科学家与政府官员发放短期签证。另一方面，美国能源部禁止雇员

参与中国人才项目招募。 
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2.2  拜登时期，美方更加重视国内研发投入与外部联盟 
 

相较于特朗普而言，拜登政府更加注重精细化管理，不仅延续对华的技术限制

和封锁，而且通过全方位的部署，试图打压中国科技的发展势头。  

 

一是，重视美国科技领域的研发投入，保障其在全球的领导地位。拜登在就职

首日表示，“在与其他国家（特别是中国）在新兴产业的投资和技术进步程度

的比较中，美国的领先地位黯然失色。我们的未来取决于我们在能够决定未来

经济的领域中与竞争对手保持同步的能力”。 

 

对此，拜登总统一方面致力于加强基础研究和技术开发，以保障美国在高科技

领域的全球领先优势。《2021 美国创新和竞争法案》中提出，在未来五年内，

新增紧急拨款 520 亿美元用于芯片和 5G 领域研发，并投入大约 1200 亿美

元，用于支持国家科学基金会（NSF）、商务部、能源部、航天局的相关活

动。6 月 17 日，美参议院提出一项议案，对半导体投资提供 25%税收抵免，

以激励美国提高芯片供应。 

 

另一方面，推动美国制造业本土化，保护创新性研究。具体包括，鼓励美国本

土的生产和消费；投资人工智能领域，巩固美国相对中国的领先优势；加强研

究安全，保护本土创新性研究。 

 

二是，借助外部力量，组建科技联盟，试图将中国置于孤立无援的境地。美国

计划重点推进“印太战略”，扩大与“印太”盟友在技术、国防和基础设施领

域的合作（重点涉及日本、澳大利亚和印度）。3 月 12 日，拜登在与日印澳首

脑的“四方联盟”峰会上提出建立科技合作框架。 

 

同时，《2021 美国创新和竞争法案》中还公布一份完整的针对中国的区域战

略，通过加强与欧洲等国的伙伴关系，进而制衡中国。近期美国同日本、欧洲

在半导体研发方面均有意加强合作。6 月 19 日，拜登总统访欧之后，美欧计划

将加强新兴技术合作，微芯片可能成为欧盟合作的早期侧重点，达成美欧两国

加强本土芯片制造的共同目标。6 月 22 日，日本政府宣布将于 2022 年新设立

一项 1000 亿日元（约合 9 亿美元）的基金，助力半导体、蓄电池、人工智

能、量子技术等技术研发工作。目的是与美欧加强合作，构建新的供应链。 

 

三是，多渠道限制中美技术交流，对华技术封锁成为常态。法案中专设国土安

全板块，在网络安全和供应链等领域，针对中国提出一系列防御性措施。具体

包括，对华为的技术封锁延续；阻止购买具有中国政府背景公司制造和销售的

无人机；禁止联邦科学机构人员参与中国政府人才招聘计划，禁止参与中国人

才计划的学者获得国家资助。同时，美国还以国家安全、知识产权窃取为由，

计划对中国个人或实体实施制裁、出口管制。 
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三、中美科技博弈已成常态，关注国产替代

机遇期 
 

我们认为对于资本市场而言，中美科技博弈已成常态，更主要的是关注国产替

代的机遇期，顺应全球各国加大半导体投入的趋势。美国对华的科技封锁是长

期战略，未来将不断从限制技术交流等领域，逐步延伸至联合欧盟、日本等外

部力量共同制衡中国。在这种背景下，中国唯有加快建立起完备的半导体产业

链，实现关键材料、技术和设备的自主可控。 

 

自 2019 年起，美国对华为先后进行四轮制裁，从各方面限制华为使用美国的

技术、软件设计和制造半导体芯片。对此华为开始一系列战略调整，如开启 5G

专利收费、完善鸿蒙生态圈、推动自主芯片制造。事实上美方的技术封锁，并

不能够长期阻碍中国半导体产业的发展，反而加速中国寻找技术突破口，实现

国产替代。 

 

3.1  资本支出快速扩张，半导体国产替代已初见成效 
 

在前期政策和产业基金的大力支持下，半导体领域的国产替代已初见成效。据

IBS 统计，2014 年中国市场的半导体供应量约有 8.8％来自中国本土企业，

2020 年这一比例提升到 19%，IBS 预计到 2030 年，中国本土企业自主化率将

提升至 40%。 

 

一是，国内半导体企业资本开支加速扩张。2018 年，中国大陆半导体企业资本

开支达到 110 亿美元，为 2015 年的 5 倍，并且超过当年日本和欧洲的半导体

公司的总资本支出，占全球份额的 10%。据美国半导体协会统计，2019 年，

中国大陆半导体企业资本开支在全球份额维持在 10%，而欧洲、日本仅占比

4%、5%。  

 

二是，国内半导体产业结构持续优化，芯片制造产能已赶超美国。2020 年，国

内芯片设计、晶圆制造的市场份额分别为 39%、29%，较 2015 年分别上升

2、4 个百分点，对应 IC 设计、制造和封测的比例为 4：3：3。在全球范围

内，半导体业成熟、发达地区的比率为 3：4：3，中国大陆正在逐步接近该比

率。其中，在芯片制造领域，美国芯片制造产能占全球的份额从 1990 年的

37%下降至 2020 年的 12%，同期中国大陆的市场份额从几乎为零扩大到

15%。 

 

三是，国内企业加速布局半导体全产业链。例如，在设计领域，已经出现华为

海思等具有国际竞争力的企业；在制造领域，中芯国际、华虹正在积极扩产。

据 IC Insights 预计，2020 年中国市场纯晶圆代工销售占比达 22%，较 2010

年增加 17 个百分点；在设备领域，北方华创、中微半导体、芯源微、华峰测

控等厂商皆已打入本土供应链；在材料领域，晶瑞股份，沪硅产业、雅克科技

等公司也在陆续开展项目。  
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图 1：中国半导体市场中，中国本土公司生产份额逐步提升  
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资料来源：IBS，光大证券研究所整理 

 

图 2：2018 年中国大陆半导体资本支出超过欧洲日本总和  图 3：2019 年全球各国半导体资本开支分布  
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资料来源：IC insights，光大证券研究所 

 
资料来源：美国半导体协会，光大证券研究所 

 

图 4：国内半导体设计及制造市场份额逐步提升  图 5：2020 年中国大陆在全球芯片制造产能中的份额赶超美国  
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资料来源：IC insights，光大证券研究所 

 
资料来源：美国半导体协会，光大证券研究所 
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